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Im Auftrag 




Die Erfindung beschreibt eine Methode zum Iinmobilisieren von Verbindungen, insbesondere von Moiekttlen 
auf festen TrSgem, bestehend aus: Beschichten des Tigers mit einem Polymer und Immobilisieren der 
Verbindung auf dem Trager mit Hilfe des Polymers. 



C: 



Chip-Verpackungstechniken 7 bei denen mehrcre ICs in einem GehSuse untergebracht werden sind im Stand er 
Technik bekanut Dabei werden z.B, beim stacked-die.Aufbau haufig Zwischenschichten aus Polymeren 
verwendet, welcbe die Verbindung der ubereinander gestapelten ICs herstellen und gleichzeitig die u_U. 
empfindliche Oberseite des unteren Chips mechanisch schutzen helfen. Die Herstellung solcher Schichten ist in 
einigen Fabriken Teil des Serien-Hejcstellungsprozesses und insbesondere kOnnen die Dicken solcher Schichten 
im Bereich weniger um und sogar darunter genau eingestellt werden. 

Zur Biokonjugation an anorganische Substrate werden im Normalfall Cross-Linker verwendet, z.B. Silane, die 
eme Verbmdung zwischen der anorganischen Schicht und den Biomolekulen herstellen. Solche Verbmduneen 
sind z.B. in der EP 1 1 04 28 beschriebeiL 

Beschreibung der Erfindung: 

'Mi D,e E ^nidung besteht aus fblgender Methode zur Verbmdung von Biomolekulen mir einer weitgehend planaren 

W anorganischen Oberflfiche. Die Oberflache wird zunachst mit einer organischen Polymer uberzogen, wobei mit 

Hilfe ernes in der Haibleitermdustrie oblichen Maskenprozesscs auch Teile der Oberflache ausgespart werden 
) konnen, z.B. urn spater die elektrischen Bonds an dem Chip anzubringen, oder aus anderen Grunden Teile der 

urspmnglichen anorganischen Oberflache unbedeckt zu lassen, oder umgekebrt nur solche bestimmte Stellen der 
anorganischen Oberflache mit dem Polymer zu beschichten, an denen spfiter die Biomolekule haften sollen. 

In einem zweiten Schritt wird die Polymerschicht mit organischen MolekOlen, die mit dieser eine Verbindung 
emgehen konnen, in Kontakt gebracht und zwar so, dafl diese ortsspezifisch gebunden werden, damit z B em 
darunterHcgend Sensorelemente Messungen, die Eigenschaftcn dieser Biomolekule oder chemische Reaktionen 
welche m deren Umgebung stattfmden betrefiend, vornehmen kOnnen. Beispielsweise kOnnen AntikOrper an 
hydrophope OberfMchen, etwa an Polyimide oder Polystyrol, mit denen Halbleiterschaltungen leicht beschichtet 
werden konnen, gut gebunden werden, so daB sich anschlieBend klassische Nachweisreakrionen wie zJB. EUSA 
Reaktionen durchruhren lassen. 

In einer weiteren Ausfuhnmgsform werden UV reaktive Molekole, wie z.B. DNA durch Bestrahlirae mit UV 
Licht kovalent an solche Oberflachen immobilisiert 

In einer weiteren bevorzugten Ausruhiungsform kann die Porymere Oberflache durch Plasmaprozesse beliebig 
positiv oder negativ geladen werden urn eine bessere Benetzbaifceit und/oder eine bessere Bmdung der ° 
Biomolekule zu erreichen. 

Wanlt man das Polymer geeigoet aus, z.B. Polyimide, lassen sich auch weitere ICs oder sogar zusatzliche 

• Microsysteme mit derselben anorganischen Oberflache, z3. einer Halbleiterschaltung industrieU zu einem 
System verbinden. 

In einer bevorzugten Ausruhrungsfonn wirkt das Polymer zusarzlich elektrisch isolierend gegentiber einem IC 
aufdemesaufgebrachtwurde. 

Weilfeehend Planar: Oberflachen mit germger Rauhigkeit wie z.B. IC Oberflachen, wobei jedoch lokale 
mikroskopische Strukruren, die z.B, zur Aumahme von Biomolekulen geeignet waren zugelassen sind. 

Biomolekule: Proteine, Peptide, Nukleinsauren, Zucker, Zcllmembranbestandteiie, Hormone, 

Anorganische Oberflachen, beispielsweise IC Oberflachen, Glas, Silizium, Siliziumdioxyd, Nmid, Keramik. 
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1. Metbode zum Imroobilisieren von BiomolekQlen auf Oberflitcben hestehend aus: 
- Beschichten einer weitgehend plaren Oberflache mit einem Polymer. 

Immobilisieren von Biomolekulen auf dieser Oberfiache mittels des Polymers. 

2. Methode nach Anspruch 1 bei der das Polymer eine hydrophobe Oberffcche ausbildet und damit die 
Oberflache gegemiber wassrigen Medien elektrisch isoliert. 

3. Methode nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, bei der das hydrophobe Polymer Polyimid oder Polystyrol ist. 

4. Metbode nach einem der vorgehenden Anspruche, bei der das Polymer nur in vordefinierten Bereichen auf 
die anorganische Oberfl&che aufgetragen wird. 

5. Methode nach einem der vorgehenden Anspriicbe, bei der die Oberflache des Polymers durch 
flasmabehandlung positiv oder negariv oder an unterscbiedlichen Stellen unterschiedlich eJektrisch geladen 

6. Me&ode nach einem der vorgehenden Ansprtlche, bei der ein Teil der polymeren Oberflache fur die 
Aufbnngung nut emem zusStzlichen TC oder einem Mikrosystem genul^t wird. 
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